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摘 要

本研究以實驗量測探討ㄧ高功率發光二極體(LED)路燈之散熱性能。由於路燈在應用上受到需要防塵與防水的限制，以及

盡量省電的要求，本路燈的設計採用熱傳導與鰭片自然對流的散熱方式。另外，為了減低熱阻，本路燈的LED晶片採用覆

晶直接封裝於塗有硅(矽土)的鋁基板上。本研究主要探討從鋁基板到鰭片的散熱性能。 實驗量測結果顯示，鋁基板摻雜硅

的濃度越高，其導熱性能越好，愈有助於晶片到散熱座的熱傳。減少散熱鰭片的數量雖然會增加熱阻與鋁基板的溫度，但

是實驗數據顯示本燈具的散熱路徑熱阻甚低，足以提供本燈具在額定功率的散熱性能，確保晶片維持在安全的工作溫度。

另外，在本研究的實驗過程當中所量測到的照度變化，顯示各個燈會有不同程度的光衰現象。 關鍵字：發光二極體，硅，

鋁基板，鰭片

關鍵詞 : 高功率LED
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